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(57) Abstract

The invention concems a chip card with a semiconductor chip (2) - lead frame (3) combination. To design a reliable chip card
that can withstand bending and tensile loads, the connecting lugs of the lead frame (3) which constitute the galvanic contacts (9) extend
outwards and are embedded in the plastic body of the card (1). Beads (10) are fitted to provide greater relief from mechanical stresses.

(57) Zusammenfassung

Es wird eine Chipkarte mit einer Halbleiterchip (2)-Leadframe (3)-Kombination betrachtet. Zur betriebssicheren Ausgestaltung
hinsichtlich von Biege- und Zugbelastungen werden die galvanische Kontakte (9) darstellenden AnschluBfahnen des Leadframes (3) nach
auBen hin verlidngert und im Kunststoffkartenkorper (1) eingebettet. Zur zusitzlichen Entlastung von mechanischen Spannungen werden
Sicken (10) eingebaut.
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Beschreibung
Chipkarte

Die Erfindung betrifft eine Chipkarte bestehend aus einem
Kunststoffkartenkérper mit einem mechanisch befestigten Chip,
dessen Kontaktierung mittels eines leadframes geschieht. Das
jeadframe stellt galvanische Kontakte zur Kontaktierung nach
auRen dar, gewahrleistet die elektrische Kontaktierung zum
Chip und ist im Bereich der galvanischen Kontakte in Form von
Kontaktfahnen ausgebildet.

Ein allgemeines Problem bei der Herstellung von Chipkarten
mit einem Leadframe ist die dauerhafte und betriebssichere
Verbindung zwischen Chip, das Leadframe enthaltende Chipmodul
oder dem Leadframe und dem Kunststoffkartenkdrper auf der an-
deren Seite. Der Chip selbst wird in der Regel in eine Aus-
sparung innerhalb des Kunststoffkartenkdrpers eingeklebt und
weist Versteifungselemente auf, die dber den im Betrieb bei-
spielsweise gebogenen Kunststoffkartenkdédrper eingebracht wer-
den. Die Plazierung der galvanischen Kontakte relativ zum
Chip kann unterschiedlich sein. Dabei kann beispielsweise ein
sog. Chipmodul eine Steifigkeit aufweisen, die Beschadigungen
am Chip und an den auf dem Chipmodul vorliegenden Kontakten
verhindert. Werden jedoch die galvanischen Kontakte relativ
weit nach aufen vom Chip weg angeordnet, so ergeben sich Pro-
bleme aufgrund von mangelnder Biegefestigkeit oder Zugfestig-
keit von Kontaktfahnen an den Verbindungsstellen im Bereich
der galvanischen Kontakte. Dartiber hinaus kénnen Fehler in
Klebstoffverbindungen durch den kritischen Reaktionsmechanis-
mus von verschiedenen schnell hartenden Klebstoffen auftre-
ten. Die Klebeverbindung kann weiterhin altern oder verspro-
den. Somit kénnte es zu einem Aufbiegen und Hochstehen der
Rander eines leadframes im Aufenbereich kommen.

Die im Stand der Technik existierenden Chipkarten werden bei-
spielsweise durch vollflachiges Verkleben eines Grundkdrpers
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mit schnell reagierenden Klebstoffen oder durch entsprechen-
des Pragen ausgebildet.

In der Deutschen Patentanmeldung mit der Anmeldenummer P 195
27 331.1 wird eine Chipkarte beschrieben, die einen Plastik-
kartenkdrper umfaft, in dem ein Halbleitefchip angeordnet
ist, wobei der Halbleiterchip mit einem Leadframe elektrisch
verbunden ist, das Kontaktfahnen bildet, die zumindest teil-
weise mit einem dem Halbleiterchip umgebenden Kunststoffkor-
per in Kontakt sind. Die Kontaktfahnen weisen in der Néhe des
Kunststoffkdrpers einen flexiblen Bereich auf. Durch diese
Form der Anordnung von Halbleiterchip und galvanischen Kon-
takten in dem Kartengrundkérper ist nicht sichergestellt, daf
Biegungen der Chipkarte nicht zu bleibenden Verformungen an
den Kontakten (Leadframe) fihren, so daf die Enden der Kon-
takt fahnen hochstehen kdénnten.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der Bereit-
stellung einer Chipkarte mit Halbleiterchip und Leadframe,
wobei die gesamte Anordnung auch bei Einbringung von mechani-
schen Spannungen aufgrund von Verbiegungen der Kunststoffkar-
te nicht beschadigt wird und betriebssicher arbeitet.

Die Lésung dieser Aufgabe geschieht durch die Merkmale des
Anspruchs 1.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dafs ein Leadfra-
me fur eine Chipkarte ausgehend von der elektrischen Kontak-
tierung zum Chip die oberflachlich verlaufenden galvansichen
Kontakte aufweist und daruber hinaus nach aufen derart ver-
langert ist, daf die &uBeren Enden dieses Leadframes in das
innere des Kunststoffkartenkdrpers eingebettet werden kénnen.
Die Einbettung geschieht derart,daf die &uferen Enden anna-
hernd parallel zu den grofflachigen Seiten der Chipkarte ver-
ljaufen. Somit sind die im Bereich der galvanischen Kontakte
befindlichen Rander mit den Kunststoffkartenkérper verbunden
und kénnen nicht aufgebogen werden.
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In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist zwi-
schen den galvanischen Kontakten und den auferen eingebette-
ten Enden der Kontaktfahnen jeweils eine Sicke angeordnet.
Diese ungefahr v-férmige Ausgestaltung im Leadframe stellt
ein Mittel zum Ausgleich von mechanischen Spannungen dar.
Werden beispielsweise die Anschlufifahnen durch Biegen des
Kartengrundkoérpers mitgebogen, so kann diese v-oder u-fbérmige
Konstruktion des Leadframes dadurch aufgebrachte Spannungen
aufnehmen bzw. abbauen, so daf an keiner Stelle des inneren
Bereiches die Zug- oder Biegefestigkeit uUberschritten wird.
2ur einwandfreien Funktion der Entlastungsicke kann diese
vorteilhaft in einem nicht umspritzten Zustand innerhalb ei-
ner Aussparung des Kunststoffkartenkdrpers angeordnet sein.

zur einfachen Handhabung bei der Herstellung einer Chipkarte
kann beispielsweise mittels eines sog. Spritzrahmens eine
Einbettung der ausseren Enden der Kontaktfahnen erzeugt wer-
den. Dieser Spritzrahmen wird in den Kunststoffkartenkdrper
in eine entsprechende Aussparung entweder eingeklebt oder mit
diesem verschweift. Bei der Betrachtung einer zweigeteilten
Chipkarte, die beispielsweise aus einem Kartenunterteil und
einem Kartenoberteil hergestellt wird, konnen die auBeren En-
den des Leadframes bzw. der Kontaktfahnen zwischen dem Ober-
teil und dem Unterteil plaziert werden. Hierzu ist in einem
der beiden Teile eine entsprechende Aussparung vorzusehen.
Die auferen eingebetteten Enden der Kontaktfahnen kdénnen fi-
xiert oder parallel zu den groRflachigen Seiten der Chipkarte
bewegbar sein, nachdem der Halbleiterchip in den Kunst-

stof fkartenkdrper eingeklebt wurde. Nachdem der Halbleiter-
chip in den Kunststoffkartenkdorper eingeklebt ist, bleibt die
Fixierung von Halbleiterchip und leadframe erhalten. Zur Ver-
besserung der Biegefahigkeit der Chipkarte ohne storende me-
chanische Spannungen auf leadframe und Chip zu ubertragen,
sind zunachst die Entlastungsicken vorgesehen. Falls deren
Arbeitsbereich nicht ausreicht, kénnen die &uferen Enden der
Kontakt fahnen im Kunststoffkartenkorper anstelle einer Fixie-
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rung gleitend gelagert sein. Dies bedeutet, daf sie entweder
im Spritzrahmen in der beschriebenen Richtung gleiten kénnen
oder zwischen dem Kartenoberteil und dem Kartenunterteil in
entsprechender Richtung bewegbar sind.

Im folgenden wird anhand von schematischen Figu:en ein Aus-
fohrungsbeispiel beschrieben.

Figur 1 zeigt den Schnitt durch eine Chipkarte, wobei ein
Spritzrahmen integral vorhanden ist,

Figur 2 zeigt einen zweiteiligen Chipkartenkdrper, wobei die
auferen Enden von Kontaktfahnen zwischen einem Kartenober-
und einem Kartenunterteil gelagert sind.

In der Figur 1 wird ein aus einem Chip 2 und einem Leadframe
3 pbestehendes Chipmodul dargestellt, das mit einem Spritzrah-
men 4 versehen ist. Zwischen den darin gelagerten Enden der
auBeren AnschluRfahnen, die Bestandteil des Leadframes sind,
sind mit dem Bereich der galvanischen Kontakte 9 dber die
Sicken 10 verbunden. Die Sicken 10 befinden sich in Ausspa-
rungen 8. Der Spritzrahmen 4 ist in diesem Fall mittels ei-
nes Klebstoffes 7 in den Kunststoffkartenkoérper 1 eingeklebt.
Somit ist der Halblleiterchip 2, der beispielsweise separat
kunststoffumhullt ist Uber das Leadframe 3 mit galvanischen
Kontakten verbunden, die in betriebssicherer Art und Weise in
ihrem auReren Bereich gegen Verbiegungen geschuatzt sind.

Figur 2 zeigt eine zweiteilige Chipkarte mit einem Kartenun-
terteil 5 und einem Kartenoberteil 6, wobei wiederum ein
Halbleiterchip 2 mit einem Leadframe 3 verbunden ist. Die
galvanischen Kontakte 9 sind ebenfalls im Anschluf8 an den
Halbleiterchip 2 nach aufen hin positioniert und verlaufen
oberflachlich auf dem Kunststoffkartenkdérper 1. Des weliteren
sind Sicken 10 in Aussparungen 8 vorhanden, um Biege- oder
Zugbeanspruchungen vom Leadframe 3 und vom Chip 2 fernzuhal-
ten. Die auReren Enden des Leadframes 3 sind analog zu Figur
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1 im Kunststoffkartenkorper eingebettet, wobei sie zwischen
Kartenunterteil und Kartenoberteil 5, 6 plaziert sind. Die
fiir die &uferen Enden der Kontaktfahnen vorgesehenen Ausspa-
rungen im Kartenunterteil 5 konnen fur den Fall, daB die ein-
gebetteten Kontaktfahnen lateral bewegbar.sind, parallel zu
einer grofflachigen Seite des Kunststoffkartenk&rpers grofer
ausgebildet sein, als es durch die anfangliche Ausbildung der
Kombination von Halbleiterchip und Leadframe 3 notwendig ist.
Somit kénnen beispielsweise Materialdehnungen am Leadframe

abgefangen werden.

Durch die Konstruktion einer Chipkarte entsprechend der Er-
findung haben der Halbleiterchip 2, der innere Leadframebe-
reich und der Kunststoffkartenkorper 1 keine feste Verbindung
miteinander, wodurch Ausgleichsbewegungen zugelassen werden.

Im Falle der Figur 1 kann das Spritzen zu Herstellung der
Chipkarte in einem Arbeitsgang mit dem Umhullen des Chips ge-
schehen. Hierzu wird beispielsweise ein Epoxidharz, das gut
klebbar ist, eingesetzt. Die Vorteile gegenuber den Stand der
Technik sind beispielsweise ein Dehnungsausgleich bei einer
Biegebelastung durch die Entlastungssicke und durch einen
Freiraum in der Fugezone. Weiterhin kann das umspritzte lead-
frame in Verbindung mit dem Kunststoffkartenkdérper so gestal-
tet sein, daR eine mechanische Fixierung bei der Montage er-
folgt. Damit kénnen langsam reagierende oder permanent kleb-
rige Klebstoffsysteme zum Einsatz kommen, bei denen die mo-
mentan auftretenden Probleme, wie Versprbéddung, Feuchteemp-
findlichkeit usw. nicht gegeben sind. Ein Hochstehen der
Leadframe-Rander ist nicht mehr moéglich.

Anstelle der Klebeverbindung kann der Spritzrahmen 4 auch ge-
schweifft werden. Zum Einsatz kénnen Ultraschall- oder Orbi-
tal-Reib-Schweifiverfahren kommen. Daraus lassen sich weitere
Vorteile, wie beispielsweise eine groffflachige Verbindung
oder Handhabungsvorteile durch Wegfall des Klebstoffes erzie-

len.
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Bei der zweiteiligen Chipkarte werden ebenfalls die Bestand-
teile verschweift, verklebt oder anderweitig laminiert. Bei
diesem ProzeR wird das Leadframe 3 zwischen Kartenober- und
Kartenunterteil 5, 6 einlaminiert. Das Kartenoberteil 6 kann
hierbei als einfaches Stanzteil gestaltet sein. Diese Ausge-
staltung ensprecheﬁa Figur 2 kann gegenuber einer Ausgestal-
tung entsprechend Figur 1 wirtschaftliche Vorteile aufweisen.
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Patentanspruche

1. Chipkarte bestehend aus einem Kunststoffkartenkoérper (1)
mit einem darin enthaltenen und mechanisch befestigten Halb-
leiterchip (2), der nach aufen hin elektrisch dber galvani-

‘'sche Kontakte (9) kontaktierbar ist,-wobei ein Leadframe (3)

mit dem Halbleiterchip (2) elektrisch kontaktiert ist, im au-
Reren Bereich in Form von Kontaktfahnen ausgebildet ist, die
galvanische Kontakte bilden, und die aufferen Enden der Kon-
taktfahnen im Inneren des Kunststoffkartenkérpers (1) ange-
ordnet sind und annadhernd parallel zu dessen grofflachigen

Seiten verlaufen.

2. Chipkarte nach Anspruch 1, worin zwischen dem Bereich der
Kontakte (9) und den auReren Enden der Kontaktfahnen jeweils
eine Sicke(10) zum Ausgleich von mechanischen Spannungen vor-

handen ist.

3. Chipkarte nach Anspruch 1 oder 2, worin die &uferen Enden
der Kontaktfahnen in einem Spritzrahmen (4) gelagert sind,
der in den Kunststoffkartenkérper (1) integriert ist.

4. Chipkarte nach Anspruch 1 oder 2, worin die &uferen Enden
der Kontaktfahnen zwischen einem Kartenunterteil (5) und ei-

nem Kartenoberteil (6) plaziert sind.

S. Chipkarte nach einem der vorhergehenden Anspriche, worin
die auReren Enden der Kontaktfahnen im Kunststoffkartenkdrper

(1) fixiert sind.

6. Chipkarte nach einem der Anspriche 1 bis 4, worin die au-

Reren im Inneren des Kunststoffkartenkdrpers (1) verlaufenden
Enden der Kontaktfahnen parallel zu den grofflachigen Seiten

des Kunststoffkartenkodrpers (1) bewegbar gelagert sind.
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